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NOVEDADES SCHLEGEL 
 
ASUNTO: Perfil en T o flip-flop 
 
Como respuesta a la necesidad de introducir 
cada vez más y más tarjetas a mayor 
frecuencia y en racks más pequeños, 
Schlegel, empresa representada en España 
por RC Microelectrónica S.A., ha 
desarrollado el perfil en T o flip flop, una 
nueva solución para el apantallado EMI de 
slots de racks de telecomunicaciones, 
manteniendo continuidad entre ellos y 
mejorando la efectividad de blindaje. 
 
Este perfil puede someterse a fuerzas 
bidireccionales y posibilita la tolerancia cero 
en las separaciones entre tarjeta y tarjeta 
(factor muy importante en  entornos tan 
compactos) sin comprometer el 
apantallamiento. Es fácil de ensamblar, de 
bajo coste y no contiene materiales 
contaminantes. 
  
El perfil en T está formado por espuma de 
uretano recubierta de un tejido altamente 
conductor. Este perfil se presenta moldeado 
en forma de T para soportar fuerzas 
bidireccionales.  
 
 

A la base integrada de espuma se conecta a 
una inserción de policarbonato embutido 
para asegurar la rigidez en la base. 
 
El perfil se instala como un perfil tradicional 
en forma de T, sin embargo, cuando una 
nueva tarjeta se introduce en el rack, el perfil 
se aplasta en la ranura sin comprometer la 
efectividad de blindaje y sin ocupar espacio 
entre tarjeta y tarjeta (a diferencia de otros 
métodos convencionales de 
apantallamiento). 
 
La utilización de este tipo de perfiles aporta 
otras ventajas como la reducción del ruido 
acústico y el aumento de circulación de aire 
para prevenir el sobrecalentamiento del 
equipo. 
 
 


